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关于举办第十八届全国电子元件与材料学术大会的通知
各有关单位和个人：
新型电子元器件向高频化、片式化、微型化、薄型化、多功能、集成化、模块化和智能化等方向发展的趋势不可阻挡。同时，产品的安全性和绿色化也受到业界广泛关注，元器件正在成为整个工业领域的重要基础和创新创业的重要支撑体系。 
在新型电子元器件为主体的新一代元器件时代正在到来的背景下，召开第十八届全国电子元件与材料学术大会，旨在进一步加强电子元器件领域中政府管理部门、高校、企业之间的交流和沟通，有力推动新型电子元器件技术的进步与应用水平的提高，以满足电子信息行业飞速发展和《中国制造2025》的新要求。本届技术年会将围绕“新型电子元器件产业：机遇与挑战”的主题，针对行业前沿技术及应用技术，邀请院士专家作主题报告，并组织开展分论坛、举办展览展示活动。
现将大会有关事项通知如下。
一、大会主题
新型电子元器件产业：机遇与挑战
二、会议时间地点
2016年11月8日---10日 上海新国际博览中心
11月8日     全  天        代表报到
11月9日   
08:30---09:00   
学术年会开幕式 
            
   09:00---12:00   
大会主题邀请报告
            
   14:30---18:00  
会议报告
18:30---20:00     交流晚餐

11月10日  
09:00---12:00     分组报告
                14:30---18:00     分组报告
18:30---20:00      晚餐

11月11日    全体代表疏散

三、大会组织机构

主办单位：中国电子学会

承办单位：中国电子学会元件分会 

中电会展与信息传播有限公司
协办单位：清华大学深圳研究生院 
无源元器件及集成省部产学研创新联盟
学术指导委员会：

姚  熹    中国科学院院士   西安交通大学

李龙土    中国工程院院士   清华大学

南策文    中国科学院院士   清华大学

李言荣    中国工程院院士   电子科技大学

温学礼    中国电子元件行业协会 理事长

组织委员会(按拼音排序):
陈福厚、邸允柱、崔承哲、付振晓、古  群、郭  海、李  勃、李玲霞、刘光聪、冉洪汀、施进浩、王勃华、武  平、徐友龙、杨邦朝、章士瀛、张树人、张万里、周  济、庄  严
四、大会主要议题
1、电子元件近期研究开发进展与发展趋势
2、电子元件新材料、新结构、新机理、新工艺、新设备

3、电子元件的绿色材料与绿色生产技术

4、电子元器件集成及封装材料与技术

5 、电子元件的质量管理与可靠性技术

6 、重大电子整机产品对电子元件的要求

7 、电子元件产业政策、发展战略
五、大会交流形式
1、特邀演讲：大会将邀请电子元器件技术领域的院士、业界技术专家，就电子元器件及应用的最新动态做特邀报告。
2、学术与技术交流：邀请相关科研单位和高新技术企业，就相关议题进行大会交流，宣讲他们在新型电子元器件及相关技术领域的研究成果和新产品。

3、大会发表的研究论文将汇编论文集出版。
六、参会费用
会议费：正式代表1500元/人（特邀代表免收会议费），学生代表1000元/人。
会议期间食宿费用自理。

七、报名方式

请参会单位及个人填写参会回执（见附件），并于8月20日前邮件发送至大会组委会。
8、 组委会联系方式
刘华丽（15899787022） 李勃（17722528000）
联系电话：0755-26036360
       电子信箱： li001@189.cn
中国电子学会元件分会
2016年5月8日

附件：

中国电子学会元件分会第十八届年会

参会回执表
	单位名称
	

	联系人
	
	联系电话
	

	部门
	
	手机
	

	职务
	
	E-mail
	

	参会人
姓名
	部门
	职务
	手机
	E-mail

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备    注
	 学生代表请在部门栏中注明


说明：
1. 请将参会回执邮件（推荐）或传真至大会组委会。
2. 会议联系人： 刘华丽（15899787022） 李勃（18922896696）
联系电话：0755-26036360
传   真 ：0755-26036397
电子邮箱：li001@189.cn
元件分会














